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1. Unismart 3 设备 

项目 变更前 变更后 

APP ＜V16.0 V16.0 

DBBASE ＜V1.80 V1.80 

H09 ＜V2.1 V2.1 

 

2. Unis-3 新增读写头 

701425300033   Uni-3 读写头 H20-成品 

读写头编码 读写头图片 软件版本 适用空芯片 适用于 

H20 

 

V1.2 

APEX Chip B73 

(7HC120/7H2210/7

HC210/7H1110) 

用于 HP CF217 系列

APEX 硒鼓芯片的复位 

注： 

 H20 读写头可改写空芯片和成品芯片，硬件设计为防呆设计，正反对位都能复位成功 

 H09 读写头取消了型号改写限制，空芯片和成品芯片都可以改写 

 

3. Uni 新增芯片型号(见附件型号对照表) 

如有疑问，请进一步咨询您的业务经理。 

 

 

 

 

 

 

 

珠海艾派克微电子有限公司保留产品设计与规格的变更权利，届时恕不另行通知；资料内产品与实物有轻微差别，请以实物为准；所有资料经过仔细校对，

如有任何印刷错漏本公司不承担因此产生之后果；本公司保留以上宣传数据解释权。所有出现的其他产品或品牌名称是其各自所有者的商标或注册商标。 

 


